激光光刻银浆

激光光刻银浆（专利号：201210260870.3，201210272162.1，201210346856.5）

丝网印刷银浆导电技术，因为分辨率低，难以满足现25微米线宽电路印刷的技术需求，针对这一领域的技术难题，江苏科技大学高延敏课题组，全面开发了适应高分辨率的激光光刻银浆技术，它是可通过激光的方式形成很细间距的图案的材料，适用于各种电子设备，如触摸面板。它由聚合物树脂印刷在银板上，具有导电性能高，附着力强。它和涂有ITO的基板、PET膜和未加工的玻璃板有着优异的附着力。其技术水平达到了国际领先水平，已经在市场使用。

典型成分

	项目
	成分
	参考标准

	基板
	外观和成分
	灰银
	Brookfield Cap2000+ #5 @ 5 RPM 

	
	粘度（25℃）
	110,000 ± 15,000 cps
	

	
	固体含量
	79 ± 2 
	

	
	干燥条件
	120-130℃ ⅹ3-10min 
	Box Oven 

	
	
	120-150℃ⅹ5-10 min 
	IR Furnace 

	印刷薄膜
	分辨率
	≥ 25 um 
	丝网印刷（不锈钢400~500网孔）

	
	
	≥ 25 um 
	激光涂覆

	
	体积参数
	< 5E-5 
	

	
	薄膜硬度
	> H 
	铅笔硬度测试

	
	可塑度
	5次180º弯折无裂痕
	180º弯曲，1KG的重力

	
	附着力
	100/100横切测验
	ITO 涂层基板/ PET 薄膜/玻璃板


印刷条件

	印刷条件
	刮板硬度
	70

	
	刮板角度
	75º

	
	压强
	2-4MPa

	
	印刷速度
	70mm/s

	
	离网距离
	2-3mm

	印网掩膜
	网孔
	400 ~ 500网孔（不锈钢）

	
	净线径
	18μm

	
	稿稠度乳胶
	10μm

	
	偏角
	22.5º/30º


注意：混合与稀释:使用之前应该搅拌（>100转，>10分钟）。禁止稀释以免降低粘度。如须稀释，可加入0.5%MSE2溶剂。固化:固化温度宜在120-130℃，5-10分钟。温度越高，导电性和粘度越好。清洗:甘醇丁醚醋酸酯（DBE）用于清洗。保存:在5-25℃密封保存，保质。
